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　Fig. 1が今回研磨したビアホールの表面と断面図である。
　aの表面写真から，ビアホールの開口部に銅が飛散して

1. 緒　言

　近年，電子機器の小型軽量化に伴ってプリント配線板の
高多層化が進んでおり，多層基板の内部配線と外部配線の
接続のためにスルーホール，ビアホールなどの穴が用いら
れる。この穴の加工方法としては，高レーザーエネルギを
有している CO2レーザーが最も普及している。しかし，
レーザーにより配線層である銅箔に加工（穴あけ）を行っ
た際，ビアホール開口部にレーザーの熱により溶融したCu
が飛散してしまう。また，外層銅箔の孔径が内部の絶縁層
の孔径より小さくなってしまうオーバーハングと呼ばれる
バリの様なものが発生してしまう。
　この飛散 Cuおよびオーバーハングが存在すると後工程
でのめっき時にめっきの密着性の低下や積層時の平坦性が
低下してしまうため，除去が必要である。
　除去処理の状況によっては，表層銅箔が研磨またはエッ
チング過剰になり，次工程のプロセスでさらに表層銅箔が
薄くなって，絶縁体部分の下地樹脂が露出する状態とな
り，電解銅めっき時に通電不足が生じ，めっき未析出など
の問題が懸念される。そこで本研究では，ナノレベルの研
磨加工が行える磁気研磨法に着目し，ビアホール開口部の
飛散 Cu，オーバーハングの除去を試みた。

*宇都宮大学大学院工学研究科学際先端システム学専攻（〒 321-8585　栃木県宇都宮市陽東 7丁目 1-2）
**株式会社 JCU総合研究所（〒 215-0033　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-4-3）
*Department of Advanced Interdisciplinary Sciences, Graduate School of Engineering, Utsunomiya University (7-1-2, Yoto, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-8585)
**Research & Development Center, JCU Corporation (2-4-3, Kurigi, Asao-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 215-0033)

　概要　近年，電子機器の小型軽量化に伴い外部配線と内部配線を接続するために，ビアホール，スルーホールと呼ばれる基
板内にレーザー加工された孔が用いられる。しかし，基板にレーザーを照射した際に基板表面の銅層がレーザーの熱により溶
融し，ビアホールの開口部に付着してしまい，オーバーハングと呼ばれる突起物が形成してしまう。このオーバーハングおよ
び飛散した銅が存在すると後工程でのめっきの密着性，積層時の安定性が低下するため除去が必要になる。本論文ではこの
オーバーハングおよび飛散の銅の除去方法として，磁気研磨法に着目し，除去を試みた。

Abstract
In recent years, via holes have been used to connect the external wiring and internal wiring of multilayer 

substrates. When copper foil in the wiring layer is processed by a laser, melted copper is adhered, and 
projections called “overhangs” are formed around the opening of the via holes.  The adhesiveness and 
flatness of the plating are decreased by the overhangs, and it is therefore indispensable to remove them. 
In this study, a magnetic polishing method was tried as a novel removal technique. This paper describes 
the polishing results and the method for producing the magnetic abrasive grains used in the polishing.
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Fig. 1 Optical micrograph of via hole (a) and SEM image of 
the cross section of via hole (b)
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